8440
HS

Informacja Produkcie
Przezroczysta tasma HAF 40um do zatapiania modutow w kartach chipowych

Opis produktu

tesa HAF® 8440 to aktywowana termicznie, dwustronnie klejaca, przezroczysta folia samoprzylepna wyprodukowana na
bazie termoplastycznego kopoliamidu.

Cechy

« Reliable chip module bonding

» Suitable for PVC, ABS and PC cards

« Good workability on all common implanting lines
« Good ageing resistance

« Invisible on assembled card

Zastosowania

tesa HAF® 8440 przeznaczona jest specjalnie do zatapiania modutéw w kartach chipowych.

- nadaje sie do kart z PVC, ABS, PC;

- dobra obrabialnos¢ na wszystkich powszechnie stosowanych liniach montazowych;
. dobra odpornosé na starzenie.

- niewidoczna na gotowej karcie.

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika brak - typ paska zabezpieczajacego papier powlekany
- typ substancji klejacej kopoliamid « grubosc catkowita 40 pm

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. sita faczenia 12 N/mm?

Dodatkowe informacje

Zalecenia techniczne:

Nizej podane wartosci to zalecenia wyjsciowe dotyczace parametréow maszyn. Nalezy pamietac, ze optymalne parametry
sa w duzej mierze uzaleznione od typu maszyny, poszczegdlnych materiatéw przeznaczonych do produkcji korpuséw kart

i modutéw chipowych, a takze od wymogow klientdow.

1. Laminowanie wstepne:
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Dodatkowe informacje

Podczas wstepnej fazy laminacji tasme przylepna laminuje sie na pas modutowy. Ten etap moze byc czescig ciagtego
procesu produkgji lub stanowi¢ odrebna faze. Etap laminacji wstepnej nie ma wptywu na okres trwatosci tasmy przylepnej.
Wstepnie zlaminowane pasy zawierajgce moduty mozna magazynowac przez taki sam okres czasu co tasme przylepna.

Ustawienia maszyn:

« Temperatura 130 - 140 °C
« Cisnienie 2 - 3 bar

« Czas 2,5 m/min

2. Wtapianie modutu:

Na tym etapie uprzednio zlaminowane moduty wycinane sg z pasa wykrojnikami, wktadane w zagtebienia w karcie i
trwale spajane z jej korpusem pod wptywem wysokiej temperatury. Precyzyjna obrébka na tym etapie zalezy od typu
zastosowanej linii technologicznej. Obecnie najczesciej spotyka sie nastepujace procesy produkcji:

Proces jednoetapowy - Ustawienia maszyn (niska temperatura):

. Temperatura' 180 — 220 °C
- Cisnienie 65 - 75 N/modut
. Czas:1,5s

Proces wieloetapowy (2 lub wiecej pras do ttoczenia na gorgco) - ustawienia maszyn:
. Temperatura' 180 — 220 °C

. Cisnienie 65 - 75 N/modut
. Czas (kazdego etapu) 2x0,7s./3x0,5s

Temperatura mierzona wewnatrz prasy. Rozne temperatury sg rekomendowane w zaleznosci od materiatu wykonania
karty:

.« PVC180-190°C

« ABS180-190 °C

.« PC200-220°C

Dla aplikacji innej niz zatapianie modutéw w kartach chipowych, zastosowanie beda miaty inne parametry ustawien

maszyny.

Uwaga: Wartosci sity spajania uzyskano w standardowych warunkach laboratoryjnych (wartosci usrednione). Dla kazdej
partii produktéow sprawdza sie zachowanie tych wartosci w granicach ustalonej tolerancji (Materiat: probka testowa z
wytrawionego aluminium / Warunki klejenia: Temp. =120 °C; p =10 bar; t = 8 min)

Warunki przechowywania zgodne z zasadami utrzymania trwatosci produktow tesa HAF®.

Strona 2 z 3 — Data: 20/02/24 — pl-PL

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=08440


http://l.tesa.com/?ip=08440

tesay

8440
HS

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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